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No-clean, halogenfreie, bleifreie Dip-Paste

Beschreibung

p-dIFe 7 ist eine no-clean, halo-
genfreie und bleifreie Dip-Paste.

Diese Lotpaste wurde speziell flir
den Auftrag mittels Dippen entwi-
ckelt und ist am besten geeignet
flr Bauteile mit Balls (BGA), aber
auch fur Gull-Wing—- und J-
Anschllsse.

Bei der Nacharbeit kann mit Hilfe
der ERSA Dip&Print Station ein
gleichmaBiger, selektiver und wie-
derholbarer Auftrag mittels Dippen
erreicht werden. Dies ergibt sehr
geringe Riickstande und einen
stabilen, schnelleren Prozess.

Die Auftragsmenge beim Dippen
ist generell geringer als beim
Schablonendruck. Das kann typi-
schen Fehlern, wie Briickenbildung
zwischen den Anschliissen von ()
-BGAs und CSPs, vorbeugen.

Die maximale Eintauchtiefe in die
Paste ist durch die H6he des Bau-
teilkdrpers begrenzt. Der Bauteil-
kdrper selbst darf nicht in Kontakt
mit der Dip-Paste kommen.

H-dIFe 7 ist absolut halogenfrei,
was optimale Zuverldssigkeit nach

Verfligbarkeit
Legierung Metallgehalt
Sn96,5Ag3Cu0,5 70%

KorngroBe

Standard Typ 5

dem Loéten gewahrleistet.

Die Lotpaste ist RO/LO klassifiziert
gemaB IPC und EN-Standards.

Verpackung

5CC Spritze mit StéBel
10CC Spritze mit StoBel
30CC Spritze mit StoBel
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compliant
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Hauptvorteile:

e Selektiver, gleich-
maBiger Auftrag

e Hohe Wiederholbar-
keit

e Wenig Ruckstande

e Reduzierte Prozess-

zeiten bei der Nach-
arbeit

e Reduzierte Briicken-
bildung bei der Be-
stlickung von (p-)
BGAs und CSPs.

e Absolut halogenfrei
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Reflowprofil

Allgemein

Systeme fir die Nach-
arbeit haben normaler-
weise die Mdglichkeit,
ziemlich genau die ge-
winschten Profile zu
erzeugen. Bei Re-
flowofen ist das oft
schwieriger.

Allgemein wird ein Pro-
fil mit kurzer Stufe
empfohlen. Aber auch
lineare Profile oder Stu-

Profilempfehlungen

Vorheizung(preheat)

Ab Raumtemperatur mit
einem Temperaturan-
stieg von 1 - 3°C/s bis
auf zirka 200°C fahren.
Hoéhere Geschwindigkei-
ten kénnen zu Risse in
Komponenten fihren.
Die aufgenommene
Feuchtigkeit in den
Komponenten muss ge-
nigend Zeit zum Ver-
dampfen haben.

fenprofile sind mog-
lich. Ein Stufenprofil
kann dann erforderlich
sein, wenn Tempera-
turunterschiede auf-
grund vieler, unter-
schiedlicher Kompo-
nenten oder einer gro-
Ben Leiterplatte aus-
zugleichen sind, oder
wenn Lunker reduziert
werden mussen.

Beim bleifreien Re-
flow-Lotprozess ist

Stufenbereich (soak)
Von 180°C bis 215°C

mit einem Temperatur-
anstieg von 0-1°C/s.
Manchmal ist ein flacher
Stufenbereich empfeh-
lenswert, damit die
Temperaturunterschiede
auf der Leiterplatte aus-
geglichen werden kon-
nen. Dieses Profil
kommt v.a. bei Leiter-
platten mit vielen unter-
schiedlichen Komponen-
ten und um Lunkerbil-

speziell zu beachten,
dass die Bauteile nicht
Uberhitzen.

Dies gilt hauptsachlich
far HeiBluft- und IR-
Ofen. Wichtig ist, die
Temperaturgrenzwer-
te der Bauteile zu
kennen. Empfehlens-
wert ist die Durchflih-
rung von Temperatur-
messungen mit Hilfe
von Thermoelemen-
ten. Dadurch werden

dung zu reduzieren
zur Anwendung. Dafir
wird oft eine Stufe von
20-90 Sek. Zwischen
200°C-215°C ben(tzt.

Reflow

Die Peak-Temperatur
ist stark abhangig von
den Komponentenspe-
zifikationen. Allgemein
bewegt sich die Tem-
peratur zwischen 235
und 250°C. Die Zeit-
dauer des fllssigen

die unterschiedlichen
Komponenten (groBe,
kleine, temperatur-
empfindliche Bauteile)
sowie auch deren La-
ge auf der Baugruppe
(seitlich, in der Mitte,
oder in der Nahe von
'Heat Sinks') erfasst.
So erhalt man ein un-
gefahres Bild der
Temperaturverteilung
auf der Baugruppe im
Reflow-Lotprozess.

Lotzustandes (liber
Schmelzpunkt der Le-
gierung) kann 45 - 90
Sekunden betragen.

Abkiihlung (coolin
Die AbkUhlrate sollte

maximal -4°C/s betra-
gen, denn die unter-
schiedlichen thermi-
schen Ausdehnungsko-
effizienten der Kompo-
nenten kdnnen zu
Rissbildung fiihren.
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Produkthandhabung
Lagerung Eintauchtiefe wird be-

Die Lotpaste sollte im
geschlossenen Original-
gebinde bei einer Tem-
peratur von 3 - 7 °C
gelagert werden.

Handhabung

Zur Vermeidung von
Kondenswasserbildung
Lotpaste im geschlos-
senen Zustand langsam
auf Raumtemperatur
erwarmen lassen.

Dippen

Wenn das Bauteil in die
Dip-Paste getaucht
wird, darf es keinen
Kontakt zwischen Bau-
teilkbrper und Paste
geben. Die maximale

Testergebnisse

stimmt von den physi-
schen Abmessungen
des Bauteils. Wenn die-
se Tiefe ermittelt ist,
wird eine entsprechend
tiefe Dip-Schablone ge-
wahlt, wobei die Volu-
menverdrangung der
Anschllsse ebenfalls
beachtet werden muss.
Die Paste wird mit einer
Rakel in die Dip-
Vertiefung eingebracht
und eben abgezogen.
AnschlieBend das Bau-
teil zu dippen.

Manche Bestlickungs-
maschinen haben eine
Dipstation integriert.
Auch hier ist die korrek-
te Eintauchtiefe wichtig.
Es ist empfehlenswert

IPC J-STD-004A/]-STD-005

die Oberflache vor
jedem Dippen auszu-
gleichen. Beim Dip-
pen wird generell we-
niger Paste aufgetra-
gen als beim Schab-
lonendruck. Bei der
Nacharbeit eines
Bauteils werden die
Landeflachen norma-
lerweise mit einem
Handldtgerat mit
Hohlkehlspitze gerei-
nigt, wobei ein be-
stimmtes Lotvolumen
auf den Landeflachen
zurickbleibt. Dieses
Depot mit Restlot
muss ebenfalls be-
ricksichtigt werden

Wiederholter Ge-
brauch

Die Offenzeit der Paste
ist ungefahr 4 Std bei
20°C und 40-60%R.F.
Gebrauchte Lotpaste
nicht wieder in den
Kuhlschrank stellen.
Vor erneutem Produkti-
onseinsatz die Lotpaste
testen.

Sicherheit

Bitte immer das Sicher-
heitsdatenblatt des Pro-
duktes lesen.

Eigenschaft

Chemisch
Kupferspiegeltest
Halogengehalt

Silberchromat (ClI, Br)
Flussmittelbezeichnung

Klimatest

Oberflachenwiderstandstest (SIR) bestanden

Ergebnis

bestanden
0,00%
bestanden
RO LO

Bemerkung

J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32

J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
J-STD-004A

J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Bemerkung

Eigenschaft Ergebnis
Mechanisch

Lotperlentest nach 15min bestanden
Benetzungstest 82,15mm?2
Formstabilitat ~ nach 15min bei 25°C bestanden

nach 10min bei 150°C pestanden

J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
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Verpackung

5CC Spritze mit StoBel
10CC Spritze mit StoBel
30CC Spritze mit StoBel

Handelsname: p-dIFe 7 No-Clean, Lead Free Ball Dip Paste

Haftungsausschluss
Diese Angaben beschreiben ausschlieBend die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stlitzen sich nach bestem Wissen auf
den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da Interflux® Electronics N.V. die vielen Mdglichkeiten, unter denen die oben genann-
ten Produkte eingesetzt werden kdnnen, weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine Garantie Gber die Verwend-
barkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet, Tests zur Verwendbarkeit der Produkte fir den jeweiligen An-
wendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzuflihren. Die Daten des oben angegebenen Produktes stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewahrleistungsvorschriften dar und erfolgen un-

verbindlich.
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